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Information about the System may be obtained from:
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FEN e¢.V. Secretariat

and

CECC General Secretariat
GartenstraBe 179

D - 6000 Frankfurt am Main 70
Telephone: Int. + 49 69 639171
Telex: 4032 175 cecc d
Telefax: Int. + 49 69 639427

or from the National Authorized Institutions
of the participating countries listed

who can supply copies of :

1 The Internal Regulations of the FEN e.V.
2 The Rules of Procedure of the System

3 CECC Specifications of the FEN and National
‘ Specifications for the System

4 CECC 00 200: Qualified Products List (QPL)

5 CECC 00 300: CECC Publications and their
related national documents

6 Other CECC Publications and publicity
documents
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PREAMBULE

Le Comité des Composants Electroniques du CENELEC (CECC) est composé des pays membres du Comité Européen de
Normalisation Electrotechnique (CENELEC) qui participent au Sysidme harmonisé d'assurance de la qualité des composants
électroniques. Le Systéme a pour but de faciliter les &changes internationsux par Iharmonisation des spécifications et procédures
d'assurance de la qualité des composants Electroniques et par I'octroi d'une Marque, ou d'un Cextificat, de Conformité
internationalement reconnus. LumponmmdmunmceSysememummptmhspnysmcmmm
essais supplémentaires.

Cette spécification doit &re utilisée en liaison avec les réglements en vigeur dans e Systtme CECC.

A Ia date d'édition de 1a présente spécification, les pays membres du CECC sont I'Allemagne.I' Autriche, la Belgique, ke
Danemark, 'Espagne, 1a Finlande, la France, I'riande, 1Ttalic, 1a Norvige, les Pays-Bas, ke Portugal, i Royaume-Uni, la Sudde et
1a Suisse. La présente spécification peut &tre obtcane suprds des organismes dont les adresses sont indiquées sur la page bleue de
couverture,

EREFACE ‘

Cette specification particulidre CECC est basée autant que possible sur les Publications de 1a Commission Electrotechnique
Internationale et en particulier sur 1a CEI 747: Dispositifs 3 semiconducteurs - Dispositifs discrets et circuits intégrés.

Elle est publiée conformément 3 1a procé&dure instanrée par Décisions (10) et (11) du proc2s-verbal de Ia séance du

CECC CD, septembre 1985, document CECC(Secretariat)1838. Pendant la séance du 29 au 31 octobre 1986 le Groupe de
Travail 9 du CECC: Circuits Iniégrés a approuvé le format et le style de cette spécification.

L'utilisateur de cette spécification particulidre est prié de soumettre des obscrvations concemant e texte au Secrétariat Géaéral du
CECC A I'ndresse indiquée sur la page bleue de couverture,

.mmmwmmmmm(MnmddMMwmmdmmm
for Electrotechnical Standardization (CENELEC) who wish to take part in a harmonized System for electronic components of
assessed quality. The object of the System is to facilicae international trade by the harmonization of the specifications and quality
assessment procedures for electronic components, and by the grant of an internationally recognized Mark, or Certificate, of '
Conformity. The components produced under the System are thereby accepted by all member countries without further testing.
This specification should be read in conjunction with the current regulations for the CECC System.

At the date of printing of this specification, the member countrics of the CECC are Austria, Belgium, Denmark, Finland, France,
Germmany, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom, and copies of it
can be obtained from the addresses shown on the blue fly sheet.

PREFACE

This CECC detail specification is based, wherever possible, on the Publications of the International Electrotechnical
Commission, and in particular on IEC 747: Semiconductor devices - Discrete devices and integrated circuits.

1t is published in accordance with the procedure initiated by Decisions (10) and (11) of the minutes of the CECC CD meeting, in
September 1985, document CECC(Secretariat)1838. Its format and style were agreed in principle by CECC Working Group 9:
Integrated Circuits during its meeting held on 29 to 31 October 1986. '

Users of this detail specification are requested to submit any comments on its content to the CECC General Secretariat, at the
address given on the blue fly sheet.

YORBEMERKUNG

.DasCENELEC Mlmmmmwm(@mMmMMQmmmmm
Elektrotechnische Normung (CENELEC), die sich an einem harmonisiesten Giitebestitigungssystem fiir elektronische Banteile
beteiligen wollen. Ziel des Systems ist es, den internationalen Handel zu erleichtern durch Harmonisierung der Normen und
Goitebestitigungsverfahren filr elektronische Bauteile und durch die Erteilung eines intemational anerkannten Konformitiitszeichens
oder einer Konformititsbescheinigung. Die entsprechend den Festlegungen dieses Systems hergestellten Bauclemente werden
deshalb in allen Mitgliedsiindemn ohne weitere Priffung anerkannt.
Die vorliegende Spezifikation ist in Verbindung mit den zur Zeit giiltigen Bestimmungen des CECC-Systems zu verstehen.
Zur Zeit der Herausgabe dieser Spezifikation sind folgende Linder Mitglied des CECC: Belgien, Dinemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, GroBbritannien, Irland, Italien, die Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, die Schweiz und
Spanien. Diese Spezifikation kann unter den auf dem blanen Deckblatt angegebenen Anschrifien bezogen werden.
YORWORT
Soweit wie moglich bezieht sich diese CECC Bauartspezifikation auf dic Publikationen der Internationalen Elektrotechnischen
Kommission, insbesondere auf IEC 747: Semiconductor devices - Discrete devices and integrated circuits, Sie wird in
Ubereinstimmung mit dem Verfahren herausgegeben, das mit den Beschiiissen (10) und (11) des Protokolls der Sitzung des CECC
Lenkungsausschusses im September 1985 - Schriftstiick CECC(Secretariat) 1838 - eingefithrt wurde. Die CECC Arbeitsgruppe 9:
Integrated Circuits hat der vorliegenden Form und Gestaltung withrend einer Sitzung vom 29. bis 31. Oktober 1986 zugestimmt.
Benutzer dicser Bavartspezifikation werden gebeten alle Kommentare beziiglich des Inhaltes dem CECC General-Sekretariat unter
der auf dem blauen Deckblatt angegebenen Anschrift mitzuteilen,
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